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correspondiente a la solicitud de una
PATENTE DE INVENCION
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EXTRACTO DE L4 DESCRIPCION

Un conjunto de tableros de circuito eléctrico se for
me depositando en primer lugar un material conductor en un subg
trato que forma & la vez una mgsa y uh radiador térmico para los
componentes montados a continuacibén en él. A continuacidn se for

ma un dibujo constituldo por una serie de cavidades en un uatg

rial dieléetrico que se situa encima de la capa conductora para

constituir una placa de alineacidn, estando disefiado el dibujo
de la plsca de msnera que pueda recibir los varios componentes
que se situan en ella. Un tablero de circuito grabado dotado de
orificiocs que corresponden a las cavidades formadas en la placa
de alineacidén y que tienen unos conductores que se extienden en
dichoé orificios y a partif de los bordesg de los mismos, se si
tuan encima de la placa de alineacidn, en alineacidén con ésta,
estando los conductores en contacto con los terminales corres
pondientes de los componentes montados en las cavidades, Estan
do los componentes apoyados sobre la capa conductora en las ca
vidades pero no sujetos a ésta, y estando los conductores en
contecto con los terminales de los componentes pero no sujetes
a éstos, se comprueba la unidad tanto eléctrica como mecéniqg
mente y se cambia cualquier componente defectuoso. Después de
comprobar y cambiar log componentes defectuosos, se unen los
componentes en sus posiciones de aiineacién a la capa conduc
tora en el subsitrato, y se unen los conductores a los terming
les asociadeos de los componentes.

DESCRIPCION DETALLADA DETL INVENTO

El invento estd relacionado con tableros de circuito
eléctrico y més particularmente con un conjunto de dichos table
ros que incluye la :combinacidén de unidades de circuito grebado

con componentes tales como circuitos integrados y parecidos para
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formar un conjunto de una sola pileza,

Se han desarrollado varias téenicas pare i@rﬁgg 2§75

o

juntos eléctricos de una sola pieza mediante la combinacidn de
tableros de circuito grabado con varios componentes que inclu
yen circuitos integrados y parecidos. Particularmente cuando

gse utilizan circuitos integrados, eg posible formar unidades
ensambladas de éste tipo que incluyen una gran cantidad de cir
cuitos en un volimen relativamente pequeiio. Cuando se manejan
componentes miniatura, tales como circuitos integrados, la ali
neacibn y la interconexién de los varios conductores puede ser
algo laboriosa, y necesitan un trabajo realizado con utilizacidn
de unas lupas. En ciertos procedimientos de la técenica anierior
se presenta un problema particular que consiste en utilizar
conductores de conexién bajo la forma de hilos que deben coneg
tarse por ambos extremos a los elementos que ﬁaﬁ de ser inter
conectados, Para guperar ésta dificultad, ciertas técnicas an
teriores han desarrollado un procedimiento que consiste en uti
lizar conductores que se extienden a partir de los tableros de
circuito grabado situados por encima, asegurando dichos condug
tores las conexiones a varios componentes que han de ser coneg
tados al tablero de circuito grabado, Incluso con dste procedi
niento mejorado de la técnica anterior se presenta un problema
si durante la comprobaciotn de la unidad, despuds de que ha sido
engemblada, se verifica que ciertos de los componentes son defec
tuosos, En ragzén de la miniaturizacidn, es dificil retirer los
componentes defectuosos para cambiarlos sin deteriorar los con
ductores o los componentes, 1o que hace su reconstruccidn impo
sible, Ademdés, se presenta un problema particularmente con las
unidades miniaturizadas muy compactas, a la hora de proporcio

nar la disipacidn de calor adecuada para los componentes.
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El invento proporciona un conjunto de tableros de cir

cuito eléctrico mejorado y una téenica para la fabricacidm de
dicho conjunto en la cual 1os inconvenientes mencionados més
arriba de la técnica anterior se eliminan eficazmente. Este re
sultado final se consigue en el presente invento utilizando unocs
medios para alinear con precisién los componentes con sus con
ductores de tableros de circuito asociados de modo que todo el
conjunto pueda ser comprobado antes de realizgr las conexiones
permanentes, De éste modo, los componenies defectuosos pueden'
ser cambiados sin que sea necesario desarmar ningin componente
ni ningin conductor, lo que podrias deteriofar lg wnidad. Ademss,
en éste invento, se proporciona un radiasdor térmico muy eficaz
gue puede ser utilizado igualmente como mass para todos los

componentes con el objetc de disipar eficazmente cualquier calor

que pueda generarse en él. Ademds, la técnica del invento,.en

razén de la facilided de utilizacidén y de la comodidad de ali
neacidn precisa que asegura, facilita mucho el monfaje’preciso
de log componentes con los tableros de circuito asociados.

Por tanto, un objeto del invento consiste en facili
tar la fabricacidén de conjuntos de tableros de circuito eléc
trico.

Otro objeto del invento consiste en facilitar la com
probacidn de los conjuntos de tableros de circuito ensamblados
antes de su montaje permenente y de la interconexidn de sus ‘
componentes.

Otro objeto del invento consiste en proporcionar un
conjunto de tableros de circuito provisto de medios mejorados -
para disipar el calor procedente de los componentes y que cons
tituye una masa para dichos componentes.

1

Otros objetos del invento apareceran claramente en



10

15

-20

25

30

413450

le descripcibn que sigue con relacidén a los dibujos adjuntos,
en los cuales:

' La Figura 1 es una vista en planta por encima que ilug
tra la fabricacidn de la capa de masa y de radiao;én térmica
del invento;

La Figura 2 es una vista en planta por encima que
ilustra la fabrlcacidn de la porcidn de placa de alineacidn
del conjunto del invento;

la Figura 3 es una vista en seccifn transverssl toma
da a lo largo del plano indicado por 3-3 en la Figura 1;

Ia Figura 4 es una vista en seccidn transversal tomg
da & lo largo del plano indicado por 4-4 en la Pigura 2;

Iz Tigura 5~es vha vista enplanta por encima que ilug
tra el montaje de los componentes en el conjunto del invento;

La Tigurs 6 es una vigta en seccidn transversal toma
da a lo largo del plano indicado por 6-6 en la Figura 5;

La Tigura 7 es una vista en ﬁlanta por encima que ilus
tra un tablero de circuito grabado que puede ger utilizado en el
conjunto del invento;

La Figura 8 es una vista en planta por encima que ilus
tra el tabiero de circuito grabado de la Figura T incorporado
en el conjunto final; ¥y

Ia Figura 9 es una vista en seccién transversal toma
da a lo largo del plano indicado por 9-9 en la Figura 8.

Descritos brevemente, la téenica y el producto final
del invento son como siguve: Una capa conductora se deposgita en
primer lugar sobre un substrato dieléectrico de acuerdo con una
configuracidn particular para constituir a la vez un radiador
térmico y una masa para:IOS'varios componentes del conjunto,

A continuacidén, se laminan varias capas de un material Ffotopo



10

15

25

30

413450
limérico encima de la capa de radiacidn térmica,‘y las capas
laminadas se fotograban a continuacidn para formar una plura
lidad de cavidades destinadas a recibir los varios componentes
del conjunto. En éstas cepes se forman unas marcas de alinea
cibn que se utilizardn para slinear ios comﬁonentes. Las capas
laminadas forman asi una placa de alineacibn que permite alinear
con precisibn los varios ccmponentes en su posicidn para gue
reciban los conductores de interconexidn que se colocardn ulte
riormente encima., Los componentes se situan a continuacidn en
su posicibn en las cavidades de la placa de alineacidn, En és
te momento se comprueban tanto eléeciricamente como fisicamente
para detectar cualgquier defecto, que pudiera presentar, y si no
se nota ningin defecto, se unen a la capa conductora de radia
¢ibn térmica. A continuacidn, un tablero de circuito grabado
provisto de orificlos que corresponﬁen a las cavidades formadas
en la plazeca de alineacidn, y que tiene unog conductores desti
nados a asegurar las interconexiones del circuito-y que penetran
en dichos orificios, se situa encima de la placa de alineaciodn,
alineandose los orificios que presenta con precisidén con lgs
cavidades en la placa de alineacién y estableciendo loé_condqg
tores un contacto eléectrico con los terminales asociados de los
componentes. Estando el tablero de cirouito.grabado en una po
sicibn tal que un contacto eléctrico adecuado sea establecido
por log conductos, pero sin soldar éstos, se comprueba la pre
sencia eventual de defectos en la unidad, cambiandose los com

ponentes o los conductores, segin las necesidades al ser detegc

tados dichos defectos, Finalmente, log conductores se uwnen per

manentemente a los terminales de los componentes y el tablero

de circuito grabado se une a la placa de alineacidn para formar

i
un golo conjunto,
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Haciendo shora referencia a las Figuras 1 y 3, se
ilustra en éstas la primera etapa de fabricacidn del conjunto
geglin el invento, Una capa conductora de la electricidad y del
calor 12 se situa en el tablero de substrato 11 que estd hecho
de material dieldctrico. La capa conductora 12 puede situarse
en el tablero por técnica de depdsito por vacio u otras téeni
cas bien conocidas por los expertos, Las zonag expuegtas 13 ge
graban en la capa conductora 12 por fotograbado para formar
"zonas" conductoras de la electricidad y aisladas_14, 15y 16,
que pueden utilizarse para gsegurar maesas separadas y radiadp
res térmicos separados para componentes particulares, Igualmen
te, unas marcas 18 se grabanen la capa conductora para que pug
dan ser utilizadas cou el objeto de alinear la posicidn de algun
no de los componentes. |

Haciendo ghora referencia a las Figﬁfas 2y 4, se ilus
tra en éstas la siguiente etapa del proceso de montaje. En dsta
etapa, se laminan varias capas de material fotopolimérico sobre
la superficie conductora 12 hasta conseguir un espesor tal que
los componentes que se monften més tarde sobre la capa conducto
ra, se extiendan aproximadamente a lo largo de las 1lres cuartas
partes de su espesor encima de la superficie de las capas de
polimero, Las capas de material polimero, que pueden hacerse
de un material dieléctrico tal como el "Riston" que puede ser
obtenido de la DuPont Corporation, se fotograban para formar
una pluralidad de cavidades 20-24 destinadas a recibir los compg
nentes que se montardn mds adelante en ellas, Igualmente graba
dos en las capas de fotopolimero se hallan unos agujeros de
marcacidén de alineacidn 30 destinados a ser utilizados para la
alinescibn exacta de los componentes en las cavidades. Ias cg

pas de polimero forman asi una placa de alineacidn 25 que ge
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1 utilizard para situar con precisidn los verios componentes tal
y como se explicarsé més adelante en ésta Memoria.

Haciendo ahors referencia a las Figuras 5 y 6, se ven

log varios componentes 35 que pueden estar constituidos por
5 "chips" o "dados" de circuitos integrados u otros tipos de com

ponentes, se situan en las varias cavidades 20-24, alineandose
lag marcas de alineacidén 37 de los componentes con lés mareas
30 formadas en la placa de alineacidn para situar con precisibn
algunos de los componentes. Otros componentes se alinean en sus

10  esquinas con las marcas de alineacibn 18 formadas -en la capa
conductora 12. Cuando los componentes estén debidamente alinea
dos en su posicidn, se unen a la capa conductora 12.

Tal y como se ha indicado ya, los componentes 35 se

extienden aproximgdamente sobre las tres cuartas partes de su
15 espesor por encima de la superficie de la placa de alineacidn

25. Se observara igualmente, que alguanos de los componentes, por
ejemplo los que estdn montados en las cavidades 22 y 23 de la pla
ca de alineacidn, tienen porciones de masa y de radiacién térmi
ca separadas 15 y 16 (vease Figura 1), lo que permite as{ obte

. 20 her un aislamiento térmico y eléctrico de los componentes en
cuestidn.

Haciendo ahora referencia a la Figura 7, se ve un ta
blero de gircuito grabado 40 fabricado por técnicas convenciong
leg con log varios agujeros y cavidades de componentes formadas

25 por fotograbado, teniendo dicho tablero de circuito grabado unas
cavidades 41~45 formadas en é1 que corresponden a las cavidades
20~-24 de la placa de alineacidn 25 respectivamente, El tablero
de circuito grabado 40 tiene igualmente unos conductores 50 foxr
madog de una sola pieza con el circuito del mismo, extendiendose

30 dichos conductores en las cavidades., El tablero de circuito in
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cluye ademds unos conductores 52 que se extienden encima de
sus bordes. Los conductores 52 se ubilizan pera realizar las
conexiones externas a partir del conjunto completo mientras
que los conductores 50 se utilizan para conectar el circuito
del tablero de circuito grabado 40 con los componentes monta
dos en las cavidades, segin se describird ashora,
Antes de colocar el tablero de circulto grabado 40
en su posicibn encima de la placa de alineacidn é5, log variog
componentes montados en las cévidades de la placa de alineaciln
se examinan visualmente y ge cbmprueban eléctricamente de acuer
do con las necesidades para detectar cualguier defecto posible,
y se cambia en éste momento cualgquier elemento defectuoso.
Después de éomprobar 1os componentes, la placa de cir
cuito grabado 40 se situa en su posicibn de alineacidn encima
de la placa de alineacién 25. Los conductores 50, que estan de
bidamente alineados con los terminsles de log componentes con
los cuasles han de conectarse, estén formados de modo Que hagan
un buen contacto eléctrico con éstos terminales pero no se unen
permanentemente a.éstos en éste momento, Los conductores exter
nos 52 se conectan a continugeidén con un banco de prueba y se
hace una prueba eléctrica de la unidad. ensamblada, Cualquier
componente que haya sido encontrado defectuoso se cambia en
éste momento, antes de realizar las conexiones definitivas, ¥y
se prueba de nuevo la unidad para estar seguro de que todé es
té funcionando normalmente. A continuacidn se une el tablero
de circuito 40 en su sitio con la placa de alineacibn 25, Final
mente, los conductores 50 se unen permanentemente g sus termina

leg de componentes agociadosg poxr técnicas convencionales tales

como goldadura por ultrasonido, soldadura por arco, goldadura

por rayo laser, etec.
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Tipicauente, las unidades completamente ensambladas
del invento pueden presentar dimensiones de aproximadémentg
6,451 cm? (1 pulgadaz), con un substrato dieléetrico 11 qﬁe tig
ne un espesor de aproximsdamente 0,304 mm (12 milésimas de pul
geda), teniendo la placa de slineacidn 25 un espesor de éprox;
madamente 0,0508 mm (2 milésimas de pulgada), teniendo los com
ponentes 35 un espesor de aproximadamente 0,228 mm (9 milésimas
de pulgada), y teniendo el tablero de circulto grabado 40 un
espesor de aproximedamente 0,20 me (8 milésimas de pulgada); Es
tas dimensiones se dan solamente a titulo ilustrativo ¥y se obser
varéd que la técnica puede utilizarse para fabricar conjuntos de

una gran variedad de dimensgiones, configuraciones y factores

de forma.

El invento proporciona asi un conjunto.de tableros
de circuito y una técnica de fabricacidn del mismo que permite
un ensemblado més cdémodo y da un producto final més seguro,

Aunque el invento haya sido descrito e ilustfado de
talladamente, se entiende claramente que ésta degcripcidn se ha
dado a titulo de ilustracidn y de ejemplo solamente, y no debe
considerarse como limitativa, ya que el espiritu y el alcance
del invento estdn limitados solamente por los términos de las
giguientes reivindicaciones.

En resumen la presente Patente de Invensidn que se

golicita deberd recaer sobre las siguientes.
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REIVINDICACIONES

_1.).Hejoras introducidaes en tableros de circuito

electrico qui incluyen:

una'placa de substrato de material dieléctrico,

una capa conductora en dicha placa de substrato,
estando dicha capa conductora provista de zonas aisladas -
formadas en ella, sirviendo dicha capa conductora para pro-
poreionar unos radiadores térmicos y unas masas para dicho -
conjunto,

una placa de alineacidén en dicha capa conductosa,
estando dicha placa de alineacién hecha de un material dieléc
trico y teniendo una pluralidad de cavidades formadas ex ella,
teniendo ademas dicharplaca de alineacién unos orificios foi-
mados a lo largo de dichas cavidades para coastitulr unas mai
cas de alineacidn,

. unos componentes situados en el interior de dichas
cavidades en alineacién con dichas marcas, estando dichos coii-
ponentes unidos a la capa conductora, ¥y

un fablero de circuito grabado. dotado de cavidades fo.
madas en &l due corresponden a las cavidades formadas en dich:
placa de alineacidén, teniendo ademéas dicho tablero de circuitc
grabado unos conductores que se extienden en dichas cavidades
para proporcionar las interconexiones entre dicho tablero de
cirocuito grabado y dichos componentes, estando dicho tablero
de circuito g}dbado unido a dicha placa de alineacibn, estando
las cavidades de dicho tablero de circuito alineadas con las
cavidades coriespondientes de dicha placa de alineacidn, y es~
tando los con&uctores de la misma conectados a los componentes.
2.) Mejoras segin la reivindicacién 1, caracterizades

porque dicho tablero de circuito grabado incluye ademas unos
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conductos que e extienden encima de los bordes externos del
mismo para ser utilizados para realizar las conexiones exter-
nas con dicho conjunto.

3.) Se reivindica por Gltimo como objeko sobre el -
que ha de recaer la Patente de Invencidn que se soliciba: [iE-
JORAS INTRODUCIDAS EN TABLEROS DE CIRCUITO ELECTRICO.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente memoria descriptiva que consta de doce piginas mo-
canografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 6 de Abril 1.973

BERWARD) ULIGRIA
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